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解 説

この講演の2年前 （2000年）に行われた同じ会合において、ポストPCの新しい波としてデ

ジタル・コンシューマ製品が立ち上がることを示し、これを「デジタル第2波」と名付けた（第6
展示室に掲載）。その勢いはますます激しくなってPCに肉薄あるいはこれを凌駕するまでに

なり、「成長牽引車の入れ替え」の時期になっていた。そのインパクトの大きさを強調するた

めに、ここでは「第2のデジタル津波」という表現を使った。講演はその市場面と技術面の最

新動向についての内容である。

最初に「コンシューマ＋通信」の市場が2000年にPCの市場を上回ったことを示した。続い

てその背景となっている、テレビのデジタル化、VTRからDVDへのシフト、銀塩カメラからデ

ジカメへの移行、PCと携帯の出荷数の逆転などの事例を示す。

このような傾向を可能としている技術的な背景としてSoCとSiPをハイライトして、「二つのエ

ンジン」と表現。SoCのみでは限界があり、SiPがそれを補完することを論じた。

最後に当時のソニーのビジネス・ビジョン”Ubiquitous Value Network” に触れ、具体的な

事例として、世界最小のウｵークマンと時計型の双方向コミューニケータの試作品を示した。

今日のウエアラブル・デバイスの元祖ともいえるものであった。



２年前の同じ講演会において、ポストＰＣのトレンドを「デジタル第２波」として取り上げたが、そのインパクトの

大きさを強調するために「第２のデジタル津波」と呼んでいる。その津波の推進力となっている技術がＳｏＣと

ＳｉＰである。その最新動向についての講演である。



●立ち上がる第２のデジタル津波 ●ＳｏＣ技術とその課題

●立ち上がるＳｉＰ技術 ●ソニーのビジョン



これまでの半導体市場を牽引してきたのはＰＣであった。しかし、２０００年以降、その状況には変化が現れる。

図は半導体市場の動向を示すが、２０００年以降、ＰＣ向けの比率は減少し、「コンシューマ＋通信」の分野が

伸びる。主役の交代であり、その流れに備えなければならない。



図は日本における、ＴＶのアナログからデジタルへの転換の状況を示す。１９９６年にＣＳが始まり、２０００年
にはＢＳが始まった。２００３年には地上波のデジタル化が始まり、デジタルへの本格的な転換が始まる。
２０１１年にはアナログ放送がすべて終わり、デジタル化への移行が完了する見込みである。



日本におけるＴＶのデジタル化比率の推移を示している。２００１年には５％未満だが、その後直線的に伸び
て、２００６年には４０％強に達することが予想されている。図中の表の中には半導体搭載コストが書かれて
いるが、デジタル化によって、１台のＴＶが消費する半導体はアナログに比べて圧倒的に大きくなる。



アナログからデジタルへの転換の事例の一つがＶＣＲ（ＶＴＲ）からＤＶＤへのシフトである。９７年頃から徐々

にシフトが始まり、０１年に逆転した。その後では両者の差は開く一方である。



フィルムカメラからデジタルカメラへのシフトもアナログ→デジタル転換の顕著な事例である。
９５年にカシオから初めてのデジカメＱＶ－１が発売されて以来、その数は急速に伸長している。一方、フィル
ムカメラは９７年をピークにして減少に転じ、０３年には両者の出荷数が逆転するだろう。半導体の搭載率は
デジタルがアナログの１０倍以上である。



これはＰＣの時代からポストＰＣの時代への移行を象徴する図である。ポストＰＣ時代の代表は携帯電話であ

り、今後急速に成長してエレクトロニクスの牽引車となる。９７年には１億台に迫ってＰＣの出荷数を上回り、

２０００年には４億個に達している。



１９７０年以降のエレクトロニクスを牽引してきた製品を三つの波の形で表現している。「第２のデジタル津波」
についての最初の講演は２０００年のＩＥＦであった（第６展示室に掲載）。これまでのＰＣに代わって
ネットワークでつながるデジタル・コンシューマ製品がこれからの主流になることを示している。その後の歴史
はおおむねこのような形で推移してきている。



第１と第２のデジタル津波について比較した表である。第２津波をドライブするのはＳｏＣとＳｉＰ。これによって、
小型軽量の情報ツールが普及し、ノマディック・スタイルが広がり、環境のクリーン化が進む。第１津波（ＰＣ）
の勝者は米国であったが、第２津波の勝負はこれからであり、誰にもチャンスがある。今の時点でみれば
アップル主導の米国が勝者となった。



●立ち上がる第２のデジタル津波 ●ＳｏＣ技術とその課題

●立ち上がるＳｉＰ技術 ●ソニーのビジョン



第２津波のドライバの一つであるＳｏＣについての説明。左のボード上に搭載されていた３Ｄグラフィックエンジ
ンのブロック（ＣＰＵ、ＤＲＡＭ、ＤＳＰなど）が右図のようにチップ上に集積されたのがＳｏＣである。これによっ
て性能は４倍、パワーは１／４、チップ数は１／４と大幅な改善がなされ、機器の小型・軽量化およびロー
パワー化が可能となる。



ソニーのネットワーク・ハンディカム向けＳｏＣの事例を示す。旧型モデルでは、別チップになっていた

エンコーダ、デコーダ、ＤＲＡＭが新型モデルではワンチップに集積されている。これによって消費電力は

３．２Ｗから１７０ｍＷと格段に改善された。ＤＲＡＭ混載技術の強烈な成果である。



ソニーにおけるＤＲＡＭ混載チップの歴史である。９５年の８ｍｍカムコーダ向けチップはメモリもロジックも

その集積度は微々たるものであった。徐々に集積度を上げ、２０００年の３Ｄグラフィック・エンジンでは

２５０Ｍビット強のＤＲＡＭと２００万ゲートのロジックが混載されている。



ＳｏＣについての課題を列挙する。☆設計の生産性が追いつかない ★前工程の製造装置が急騰

★マスク代など初期コストが増大 ★テスティングが複雑で高価 ★つまるところＳｏＣは儲かるのか？

・・・儲かる場合もあるがそうでなこともある。それを補完するのがＳｉＰの役目である。



初期コストの代表としてマスクコストのトレンドを示す。チップの集積度が上がると（汎用性が失われ）生涯生

産量は減少する（緑の曲線）。一方、マスクコストは増大する（青の曲線）。従って、生産量あたりのマスクコス

トは赤の曲線のように急騰する。これがＳｏＣの基本課題である。



●立ち上がる第２のデジタル津波 ●ＳｏＣ技術とその課題

●立ち上がるＳｉＰ技術 ●ソニーのビジョン



ＳｉＰの代表的な基本構造を示す。左上はボード上にチップを並べてワイヤボンディングで接続する方式。
左下はパッケージングが終わったチップを縦積みする方式。右はシリコン・インターポーザを介して各種の
チップを相互接続する方式である。
当時はＳｉＰ立ち上がりの初期であり、ＴＳＶはＲ＆Ｄレベルで商用化には至っていなかった。



ＳｉＰ製造のための基本技術を示す。左上から時計回りに、再配線技術（１０μの線間隔）、ウエーハを薄くす
る技術（１００μ未満）、チップの位置合わせ（５μ精度）、平坦化技術、パターン形成技術などが必要な開発
要素である。



左の写真は当時ソニーの半導体カンパニーで試作した、世界最小のウｵークマンである。体積は３．８ｃｃ。6
層のビルドアップ基板の両面に、3個のベアチップが搭載されたSiPである。R,L,Cなどの電子部品なども搭載

されている。当時の最先端SiPの威力を示す事例であった。



●立ち上がる第２のデジタル津波 ●ＳｏＣ技術とその課題

●立ち上がるＳｉＰ技術 ●ソニーのビジョン



この図はソニーの21世紀に向けてのビジネスビジョンである。94年頃までのAV主体から、AVとITの合体を進

め、さらにそれをネットワークでつなぐことを進めてきた。これからは遍く広がるネットワークから価値を生み出
すことを目指す。その基盤となるのは、常時接続、オンデマンド、双方向通信など。これが“Ubiquitous Value 
Network”である。



この図は家の中の家電品がすべてつながっている状態を示している。テレビ、DVD、PC、カメラ、
ウｵークマン、AIBO、カムコーダなどの機器がワイヤレスでつながる。地上波放送、BS／CS放送、
インターネットなどから送られるコンテンツはすべての機器で共有することができる。



“ディック・トレイシーの時計はいつ入手できるか”は当時の夢であった。これこそ究極のノマディック・ツールと

呼べるものである。その機能は双方向通信、言語翻訳、電子秘書、カメラ、音楽、電子マネーなど。右の写真

はソニーで試作したプロトタイプである。



COMDEXは1979年から2003年頃までラスベガスで開催されたコンピュータ関連の展示会。当時は最大
規模のものであった。2001年のキーノート・スピーカーがソニーの安藤社長。記事に見えるように、ここで示さ
れた腕時計型の双方向コミューニケータはCOMDEXのスターとしてもてはやされた。今日のウエアラブル・

ウオッチの元祖と言えるだろう。



スピーチの最後を締める葛飾北斎の富獄三十六景「神奈川沖浪裏」。今まさに大きな波浪が襲い掛かろうと
しており、船頭はこの難局を切り抜けなければならない。半導体分野においても「デジタルの第2の津波」が押

し寄せている。「SoCとSiPの二つのエンジン」をフルに活用してこれを乗り切らなければならない。


